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Miniaturisierung der Elektroden

- Hochproduktives, wirtschaftliches Technologiekonzep t zur Herstellung
von Elektroden mittels Laserablation verflgbar
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Motivation
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Entwickeltes
Mehrschichtsystem
(Kombination von
PVD und PECVD)

- Patent angemeldet -

<1um

Ziel : Reduzierung des Elektrodenabstandes
Metall 1 (PVD)
F metal 2(Pvp) Ergebnis : - Miniaturisierung

Modifizierte - Kostenreduzierung
PECVD-Schicht
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Prinzip der Mehrschichtsysteme fur Vertikal-Elektroden
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mittels Laser
2. Vorgabe von maximal 1 um Dicke des Gesamt-
systems
3. Gute Haftfestigkeit der Einzelschichten
4. Substrat mit sehr geringer Oberflachenrauheit
* Mess- und Analysennachweise mit verfligbarer
Anlagentechnik -

Randbedingungen \\}&

W
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Entgasung im Vakuum nach 24 Stunden Effekt nicht nachweisbar

Substrattemperatur bei 100°C positiver Trend

Kondensationsrate Chrom Pinholevermeidung bei kleinster Rate

Schichtdickenabhangigkeit Chrom zwischen 5 nm und 20 nm deutliche
Abhangigkeit

PVD-Techniken Sputtern, Bedampfen, plasmagestltztes
Bedampfen
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PVD - Einflu3grofien und Wirkung auf Haftung
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Polyimid-Metallverbund — Nachweis Kohasionsbruch
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' Structur
S material

Rigid or flex substrate
- material with polymer

~ or metal thin film coating
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Prinzip der Laserablation mittels Maskenprojektionsverfahren
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summit Stopband

Zero Crossing

Roughness Analysis

Image Statistics

Z range 11.704 nm

Img. Raw mean -98.180 nm
Img. Rms (R 1.198 nm
Img. Ra 0.914 nm
Img. Rmax 11.704 nm
Img. Srf. area 4.021 pmt
Img. Prj. srf. area 4,000 pm?
Img. srf. area diff 0,537 %
Img. SAE 1.003

Box Statistics

Z range

Rms (R

Mean roughness (Ra)
Max height (Rmax)
Box x dimension

Box v dimension

Summit off

Polyimidfolie — Oberflachenstruktur (AFM)
(Aufnahme: D. Hirsch / IOM-IST)
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dielectric layer

Polyimid

dielectric layer

Polyimid
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Prinzipielles Grundkonzept Schichtaufbau (oben)
Theoretische selektive Struktur des Elektrodensystems (unten)
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TiO, 1490 °C

1740 °C

Ziele beim Einsatz keramischer Materialien:
» Geringe Eigenspannungen

» Gute Haftung auf Gold

» Wiederbeschichtbarkeit mit Gold

» Mit relativ geringem Energieeintrag auf Folien depo

Charakteristische Eigenschaften ausgewahlter Keramiken

far die Verdampfung im Vakuum
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MgF, or SiO — dielectr.

Polymere

. 1080 m
O Do0Cum |
&, P20l

o 1 a =

!—ﬂnlmm
I

| - 20808

1 a

EST 2005

Schichtprinzip zum Nachweis der Ablation keramischer \\\\
Materialien auf Polymeren (Pl oder PC) @,ﬁ

|
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MgF, or SIO - dielectr.
( 300nm )

Au - ground

Polyimide

Au - top

MgF, /SIO /MgO - dielectr.

Au - ground

Polyimide
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Schichtsysteme zum Nachweis der Ablation keramischer

Materialien (oben ohne Deckschicht, unten mit Deckschicht
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e
MgF, /SIO /MgO - dielectr.

Polyimid
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Prinzip der Ablation von Metallen auf keramischen Substraten
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MgF, /SIO /MgO - dielectr.

Au / Cu - ground

Polyimid

Prinzip der Ablation von Keramiken auf metallischen
Substraten
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MgF, /SIO /MgO - dielectr.

Au - ground

Polyimid
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Prinzip des Gesamtschichtaufbaus -
Vertikales Elektrodensystem mit zwei Opferschichten
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Strukturierungsprinzipien beim Gesamtschichtsystem
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Topstrukturen _
( lines&spaces ( lines&spaces
50/50 pm) 50/ 50 pm)

Bohrungen )

Oberflache mit 50 nm Gold bedampft EST 2005

Vertikalelektroden - Komplettsystem
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Anwendungsbezogene Strukturierung |
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Element C N F (@) Au

\ Atom.%
27,4 7.3 23,4 41,9 0

nach Ablation

nach Reinigung 10,2 7,8 0,1 60,5 21,4

XPS — Messungen vor und nach der Plasmareinigung

EST 2005

Anwendungsbezogene Strukturierung Il
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Anwendungsbezogene Strukturierung Il
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Folienausschnitt (90 Grad gedreht)
(links: nach CxFy-Beschichtung;
rechts: nach top-gold — Beschichtung)

Vollstandige Folie EST 2005

Praktische Umsetzung des Konzeptes
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» Optimierung der Prozessparameter fur UV-Laser
Ziel: Ruckstandsfreie Ablation bei Mehrschichtsyste men

» Begleitende analytische und messtechnische Nachweis e zur
Optimierung

» Patente in der Anmeldephase
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Zusammenfassung und Ausblick
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